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EN RATTSAKT OM HALVLEDARE FOR EUROPA

1. Inledning

Halvledarchip &r viktiga byggstenar i tillverkningen av digitala och digitaliserade produkter.
De anvands i allt frdn smarttelefoner och bilar till kritiska tillimpningar och kritisk
infrastruktur for hélso- och sjukvard, energi, kommunikation och industriell automatisering,
och &r darmed av central betydelse for den moderna digitala ekonomin. De avgor vilka
egenskaper de digitala systemen har, bland annat nar det galler sakerhet och energieffektivitet,
vilket ar helt avgérande for EU:s digitala och gréna omstallning. Som faststélls i EU:s digitala
mal for 2030 ar de aven oumbarliga for framtidens digitala tekniker, daribland artificiell
intelligens (Al), 5G och edge computing.! Det finns helt enkelt ingenting “digitalt” utan chip.

Sedan inledningen av pandemin i bdrjan av 2020 har EU och andra regioner i varlden haft
stora svarigheter med att sakra leveranserna av chip. | takt med att den digitala omstallningen
accelererar och tranger in i alla delar av samhéllet kan bristen pa chip leda till en
underminering av industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen i alla sektorer,
vilket kan fa allvarliga sociala konsekvenser. Stérningarna i leveranskedjan for halvledare har
gjort hela varlden uppmarksam pa chipens plats i hjartat av ekonomin och i vara dagliga liv.

Halvledarsektorn ar bade kapital- och kunskapsintensiv, och den tekniska utvecklingen gar
mycket snabbt. Tillverkningen av chip &ger rum i en leveranskedja som é&r global, komplex
och, i vissa viktiga segment, mycket koncentrerad. | dagslaget finns till exempel endast tva
foretag i varlden, i Taiwan och Sydkorea, som kan tillverka de mest avancerade chipen.

Nar det galler halvledare har EU en stark stéllning inom vissa omraden, t.ex. design av
komponenter till kraftelektronik, radiofrekvensanordningar och analoga anordningar samt
avkénnare och styrprocessorer som anvands i fordons- och tillverkningsindustrin. EU &r dven
varldsledande nér det galler forskning om halvledare. Har finns ledande forskningscentrum
som driver den globala utvecklingen av toppmodern halvledarteknik. Faktum &r att den
europeiska teknologin &r en viktig drivkraft bakom miniatyriseringen? av chip. Koncept som
FinFET och Gate All Around? ar nédvandiga for tillverkningen av nésta generations kraftfulla
chip, och FDSOI-teknik* ar avgorande for att minska energiforbrukningen.

EU har mycket goda forutsattningar nér det galler de material och den utrustning som behovs
for att driva stora tillverkningsanldggningar, och det finns manga foretag som har viktiga
uppgifter langs leveranskedjan. Sektorerna for industriella slutanvandare ar ocksa starka och
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2 Miniatyrisering (Moores lag) ar en viktig drivkraft bakom chipdesignen. Under de senaste 60 aren har
méangden transistorer inom ett visst yta pa en halvledare, och darmed &ven datorkapaciteten, fordubblats var
18:e manad. Dagens avancerade chip kan inrymma tiotals miljarder transistorer i varje cm?av en Kiselplatta.

3 Falteffekttransistorer med styrelektroder pa alla sidor (Gate-all-around, GAAFET), efterfoljarna till de
FinFET -transistorer som anvands till avancerade chip, ar en viktig teknik vid tillverkning av transistorer med
en storlek under 3 nm.

4 Fordelen med en processteknik som “helt uttdmt kisel pa isolator” (fully depleted silicon on insulator,
FDSOI) éar att den mojliggér mindre kiselgeometrier genom en forenklad tillverkningsprocess och en
fordelaktig kompromiss mellan prestanda och energiférbrukning.



diversifierade, t.ex. inom fordonstillverkning, industriell automatisering, hélso- och sjukvard,
energi, kommunikation och jordbruk.

Trots dessa starka sidor ar EU:s totala andel av den globala marknaden for halvledare endast
10 %°, vilket innebdr att industrin ar beroende av leverantérer fran tredjeland. Om
leveranskedjan drabbas av storningar kan lagren av chip i vissa industrisektorer i EU ta slut pa
bara nagra veckor® och tvinga de europeiska foretagen att begrinsa eller avbryta
tillverkningen. EU har dessutom en begransad tillverkningskapacitet som framst ar inriktad pa
fullt utvecklade produktionsnoder (22 nm eller storre), och ingen alls ndr det galler de
toppmoderna chipen (7 nm eller mindre)’. Beroendet av andra parter &r dven stort nar det
galler design, packning och montering?®.

Den snabba digitala omstéllningen och den véxande globala efterfragan p& chip®, som
forvantas fordubblas fore slutet av artiondet!®, gor att halvledare star i centrum for starka
geostrategiska intressen i den globala teknologiska kapplépningen. De ledande ekonomierna
ar angelagna om att sdkra tillgangen till de mest avancerade chipen, eftersom detta i allt hogre
grad paverkar deras formaga att agera (ekonomiskt, industriellt, militart) och driva pa den
digitala omstallningen. De har redan gjort stora investeringar och infort stodatgarder for att
utveckla och stérka sin tillverkningskapacitet. | forslaget till rattsakt om halvledare i USA
avsatts 52 miljarder dollar till tillverkning och FoU fram till 2026*'. Kina skyndar pa sina
anstrangningar for att minska den teknologiska klyftan, och fram till 2025 forvéntas landet ha
investerat omkring 150 miljarder US-dollar genom ett antal planer och initiativ, d&ribland
”Made in China 2025”2, Japan har nyligen aviserat att motsvarande 8 miljarder US-dollar i
offentliga medel ska investeras i den inhemska halvledarindustrin och kompletteras med
ytterligare finansiering vid ett senare tillfalle’®. Sydkorea kommer att forstarka sin
halvledarbransch genom skatteincitament for att stddja de inhemska fOretagens privata
investeringar i FoU och tillverkning, vilka uppskattas till 450 miljarder dollar fram till 2030,

> Killa: ”Strengthening the semiconductor supply chain in an uncertain era”, Boston Consulting och SIA
(Semiconductor Industry Association)

6 Kommissionens uppskattningar baserade p4 “just in time”-produktion, som syftar till att minimera avfallet
och oka effektiviteten genom att halla nere lagernivaerna. Sadana forfaranden anvands i stor utstrackning
inom fordonsindustrin, The semiconductor shortage in autos: Strategies for success | McKinsey. Till exempel
har industrins lagerhalining av chip i USA minskat fran 40 dagar 2019 till mindre 4n 5 dagar i dagslaget.
https://www.commerce.gov/news/blog/2022/01/results-semiconductor-supply-chain-request-information

" Inom tillverkningen av halvledare har processtekniken traditionellt anpassats till transistorns storlek, vilken
mats i nanometer (nm), 1 nm & en miljarddels meter. Mindre processnoder ger hdgre prestanda och
energieffektivitet, men & dven mer komplicerade och kostsamma att producera. ldag tillverkas chip i
storlekar ner till 5 nm, med versioner pd 3 nm under férproduktion och 2 nm under utveckling.

8 Packning och montering &r de sista stegen i tillverkningen av chip. De avser ett antal processteg som behovs
for att leverera chipen i en formfaktor som kan anvéndas i elektroniska anordningar. Né&r kiselplattorna har
skurits ut och alla sammankopplingar har gjorts kapslas chipen in for att sékerstélla att de &r skyddade mot
externa faktorer som luftfuktighet, kemikalier etc. Vid avancerad packning byggs flera komponenter in i en
enda enhet.

® Efterfragan var 17 % hogre under 2021 jamfort med 2019 och atféljdes inte av ndgon motsvarande 6kning av
utbudet, vilket ledde till en stor obalans i forsorjningen
https://www.commerce.gov/news/blog/2022/01/results-semiconductor-supply-chain-request-information

10 Prognos av SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) och VLSI Research.

1 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52

12 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767

13 https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-
07/

14 https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767
https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/
https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/
https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push

De véxande geopolitiska spanningarna, den snabba 6kningen av efterfragan och risken for
ytterligare storningar i leveranskedjan gor att EU maste anvéanda sina starka sidor och inféra
effektiva mekanismer for att inta en tydligare ledarskapsposition och sékerstélla
leveranstryggheten i den globala industrikedjan. Detta &r en forutséattning for att EU ska kunna
uppnd den havstangseffekt som kravs under kristider och uppratthalla de globala
leveranskedjorna trots de nya geopolitiska forutsattningarna. Darfor &r det viktigt att framja
mer balanserade beroendeférhallanden och stabila leveranskedjor utan svaga punkter.

EU har alla tillgangar som kravs for att bli ledande inom industrin pa framtidens
halvledarmarknader. Ambitionen ar att std for minst 20 % av varldsproduktionen raknat i
vardet av banbrytande och héllbara halvledare senast 2030%°. Malet &r inte bara att minska de
alltfor stora beroendeférhallandena, utan dven att ta vara pa de mojligheter som erbjuds
genom digitaliserade marknader och tekniska framsteg. Detta kommer att Oka
konkurrenskraften i det europeiska ekosystemet for halvledare och den europeiska branschen i
stort, daribland sma och medelstora foretag, eftersom hela EU kommer att ha en sakrare
tillgang till battre och mer energieffektiva chip for att kunna leverera innovativa produkter till
EU:s medborgare och varldsmarknaderna.

For att uppnd detta maste EU oka sin tillverkningskapacitet avsevart och forstarka sin
kapacitet nér det galler toppmodern teknik. Utan snabba och tillrdckliga investeringar kommer
EU:s marknadsandel att sjunka till mindre &n 5 % pa grund av dubbleringen av marknaden
och omfattningen av de insatser som gors i andra delar av vérlden. Det kan &ven forsena
infoérandet av nasta generations chip i den europeiska branschen och dérmed riskera dess
konkurrenskraft och tekniska sjalvstandighet.

Trots att halvledarbranschen investerar mer an nagon annan bransch i FoU och varaktiga
produktionsmedel har riskerna i samband med investeringarna och deras langsiktiga
avkastning, i kombination med halvledarteknikens strategiska betydelse, inneburit att sektorn
alltid har varit i behov av offentligt stod*®. EU har i forsta hand gett stod till sektorn genom
sina ramprogram for forskning och har tidigare stallt upp ambitiésa mal for sin marknadsandel
tillsammans med branschen?’. De flesta av investeringarna har emellertid varit inriktade pé
forskning och utveckling och har inte varit tillrackliga for att hantera alla utmaningar inom
sektorn. En mer Overgripande uppséttning av atgarder och finansieringsprogram behovs,
liksom ett mycket narmare samarbete med aktorerna pa utbuds- och efterfragesidan.

Konsekvenserna av bristen pa chip for EU-ekonomin har visat att det ar bradskande att vidta
ytterligare atgarder. Redan nu maste insatserna paborjas for att mobilisera alla relevanta
offentliga och privata aktorer, ta vara pa de starka sidorna, diversifiera kapaciteten, hantera
strukturella brister, soka efter nya marknader och bygga upp internationella partnerskap.

| sitt tal om tillstandet i unionen den 15 september 2021 aviserade kommissionens ordforande
Ursula von der Leyen en kommande EU-rittsakt om halvledare®. Hon lyfte dven fram
behovet att koppla samman EU:s forskning i varldsklass och att samordna europeiska och
nationella investeringar 1angs hela vardekedjan.

Syftet med EU-rattsakten om halvledare ar att bygga vidare pa EU:s starka sidor och hantera
kvarvarande svagheter for att utveckla ett blomstrande ekosystem och en motstandskraftig

=

5 Se fotnot 1.

16 PCAST:s rapport om halvledare 2017

7 Electronics industry submits plan to make Europe a global leader in micro and nano-electronics
8 Tillstandet i unionen 2021 — Europeiska kommissionens strémningstjénst (europa.eu)
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https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_ensuring_long-term_us_leadership_in_semiconductors.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_148
https://webcast.ec.europa.eu/soteu-2021

leveranskedja for halvledare, och samtidigt vidta forberedande atgarder for att forutse och
reagera pa framtida stérningar.

Rattsakten innebar en unik mojlighet for EU att agera gemensamt i alla medlemsstater och att
skapa fordelar for hela EU. Pa kort sikt kommer den att gora det mojligt att forsta och forutse
framtida kriser i leveranskedjan, hantera dem genom ett ndra samarbete mellan
medlemsstaterna och ge unionen samma instrument som vissa likasinnade lander har till sitt
forfogande®®. P4 kort till medellang sikt kommer den att forstarka tillverkningen i unionen och
ge stod at utbyggnad och innovation i hela vardekedjan for att sékerstélla leveranstryggheten
och ett mer motstandskraftigt ekosystem. Slutligen kommer rattsakten att pad medellang till
lang sikt forstarka EU:s tekniska ledarskap och samtidigt lagga grunden till den tekniska
kapacitet som behdvs for att dverfora kunskap fran forskning till tillverkning och befasta EU:s
position som teknisk foregangare pa innovativa marknader i efterféljande led.

Detta meddelande ger en bild av bakgrunden och innehaller forslag till ett antal atgarder for
att starka EU:s ekosystem for halvledare under det digitala artiondet. For detta andamal atfoljs
meddelandet av

— ett forslag till forordning fran Europaparlamentet och radet for att bygga upp ett
motstandskraftigt europeiskt ekosystem och stirka EU:s tekniska ledarskap, for att
tillhandahalla en lamplig ram for investeringar i tillverkningen av chip och for att
sékerstélla en effektiv samordning mellan medlemsstaterna och kommissionen nér det
galler att hantera kriser pa halvledarmarknaden,

— en rekommendation fran kommissionen till medlemsstaterna som foregriper de viktiga
atgarder som planeras i den foreslagna forordningen fram till dess att forslaget har antagits
och som omfattar ett forslag till en styrningsram som omedelbart kan bidra till att avhjélpa
den nuvarande bristen,

— ett forslag till en forordning fran radet om andring av radets forordning (EU) 2021/2085
om bildande av gemensamma foretag inom ramen for Horisont Europa.

2. EU:s perspektiv och marknadsmdjligheter

2.1 Den globala bristen pa halvledare

Den nuvarande bristen pa halvledare &r resultatet av ett antal samverkande faktorer: en stor
och okande efterfragan pa digitala tekniker, leveranskedjornas strukturella sardrag — daribland
langa tillverkningscykler som krockar med anvandarnas just-in-time-produktion eller en
oflexibel och koncentrerad forsorjning av halvledare som forstarkts av covid-19-krisen — samt
de viaxande geopolitiska spanningarna. Pa grund av den utbredda digitaliseringen av
ekonomin och samhéllet hade efterfragan pa chip okat starkt dven fore pandemin (t.ex. till
5G-telefoner och 5G-antenner, nya tv-spel, sensorer och anordningar till sakernas internet
etc.). Pandemin har forvérrat situationen och framhavt chipens viktiga roll for de moderna
ekonomierna och samhallena genom ett antal parallella utvecklingstrender.

Distansarbete, hemundervisning och digital underhallning i samband med nedstangningarna
ledde till en kraftigt okad efterfragan pa it-utrustning, daribland persondatorer, barbara
datorer, kringutrustning, tradlésa natverk och spelkonsoler, saval som datacentraler, servrar
och natverksutrustning, och darmed en dkad efterfragan pa de nodvandiga chipen.

19 T.ex. Forenta staternas lag om forsvarsproduktion.



Under de senaste tva aren har flera tillverkare tvingats stanga sina anlaggningar tillfalligt pa
grund av pandemin och olika naturkatastrofer, vilket har belastat de globala vérdekedjorna.
Leveranserna av halvledare till EU fran ostra Asien forsenades dven av de transport-
restriktioner som infordes av regeringar 6ver hela varlden for att bek&mpa pandemin.

Det blev allt svarare for branschen att planera och gora prognoser. Biltillverkarna tillhdrde de
som drabbades hardast av bristen. | borjan av 2020 bérjade biltillverkarna annullera sina
bestallningar i takt med att efterfragan minskade. Anlaggningarna for uppdragstillverkning
omfordelade hela sin tillgangliga kapacitet till it-utrustning. Nar efterfragan pa fordon ater
steg i slutet av 2020 utnyttjade anldggningarna for uppdragstillverkning redan hela sin
kapacitet, vilket gjorde att biltillverkarna kunde fa vanta i dver ett ar?®. Som en foljd av detta
tvingades flera biltillverkare i EU och andra delar av vérlden att stoppa driften och fristélla
sina arbetare?!. De europeiska biltillverkarna har efterfrdigat en o6kning av EU:s
produktionskapacitet for att minska beroendet av utlandsk import?2. Bristen pa chip gjorde att
11,3 miljoner bilar inte kunde tillverkas under 2021 jamfort med stdende bestéllningar?. |
vissa medlemsstater minskade produktionen med 34 % jamfort med 2019, en tillbakagang till
1975 ars nivaer?*. Sektorn for industriell utrustning drabbades ocksa mycket hart?.

Leveranskrisen har dven forstarkts av de spanda handelsforbindelserna mellan USA och Kina,
och det finns misstankar om att kinesiska foretag har byggt upp stora lager av chip av radsla
for ytterligare exportforbud fran USA:s sida.

Den viktigaste faktorn &r att den kraftiga 6kningen av efterfragan inte kunde tillgodoses av
utbudet, eftersom det inte Okade tillrackligt fort. Sérskilda produktionslinjer upprattas for
varje enskild typ av chip, en process som tar flera manader och kostar flera miljarder euro.
Produktionslinjerna ar dven fa och koncentrerade. De maste alltid kdras nara sin maximala
kapacitet for att tdcka de hoga investeringskostnaderna, vilket ger lite utrymme for att
tillgodose toppar i efterfragan.

Generellt sett har ett stort antal ekonomiska sektorer paverkats. Forseningar i leveranserna av
specialchip till medicintekniska produkter som intensivvardsutrustning, pacemakrar,
blodsockermatare eller defibrillatorer kan ha livshotande konsekvenser?®. Kreditkort kan inte
tillverkas i tillracklig méangd, och lagren av hemelektronik toms efterhand. Strategiska
sektorer som forsvar, sdkerhet och rymdfart hotas ocksa. Otillforlitliga forfalskade chip har

2 »Understanding the global chip shortages”, J.P. Kleinhans & J. Hess, Stiftung Neue Verantwortung (2021)

2L Bristen pa halvledare forvantas kosta fordonsindustrin 210 miljarder US-dollar i uteblivna intakter under
2021 — Alixpartners (2021).

22 https://www.acea.auto/message-dg/chip-shortage-auto-industry-calls-for-more-eu-made-semiconductors/

23 Uppskattningar fran AutoForecast Solutions.

24 Kalla: Verband der Automobilindustrie

% Konsekvenserna av bristen ledde till en minskning av EU:s industriproduktion med 5,1 procentenheter under
perioden januari—oktober 2021. En tredjedel av denna minskning drabbade sektorerna fér motorfordon
(0,9 %) samt maskiner och utrustning (0,8 %). https://voxeu.org/article/impact-shortages-manufacturing-eu

% En undersokning som nyligen utférdes av Advanced Medical Technology Association visade att tva
tredjedelar av alla medicinteknikféretag anvander halvledare i mer &n hélften av sina produkter. Alla foretag
som svarade hade upplevt stérningar i sina leveranskedjor for chip. Forseningarnas varaktighet varierade
avsevart, fran tva till mer an 52 veckor.

Pacemaker, Ultrasound Companies Seek Priority Amid Chip Shortage, The Wall Street Journal (2021).


https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/understanding-global-chip-shortages
https://www.alixpartners.com/media-center/press-releases/press-release-shortages-related-to-semiconductors-to-cost-the-auto-industry-210-billion-in-revenues-this-year-says-new-alixpartners-forecast/
https://www.acea.auto/message-dg/chip-shortage-auto-industry-calls-for-more-eu-made-semiconductors/
https://www.motortrend.com/news/automotive-car-industry-semiconductor-chip-shortage-reasons-solution/
https://en.vda.de/en/press/press-releases/220105_German-car-market-2021--recovery-slowed-down.html
https://voxeu.org/article/impact-shortages-manufacturing-eu
https://www.advamed.org/2021/09/23/the-semiconductor-chip-shortage-hits-medtech-strategies-to-build-resilient-supply-chains/

borjat dyka upp pa marknaden, vilket paverkar de elektroniska anordningarnas sakerhet och
tillforlitlighet?”.

Den nuvarande bristen kommer sannolikt att vara fram till 2023 eller till och med 2024.
Efterfragan kommer att Oka ytterligare, och eftersom det tar tid att konsolidera
produktionskapaciteten kommer bristen pa chip att fortsatta och inflationstrycket att 6ka.

2.2 Utvecklingen av halvledarmarknaderna och teknologin

Virdet pd den globala chipmarknaden uppgick 2021 till omkring 550 miljarder US-dollar?®,
Huvuddelen av den globala efterfragan kommer idag fran slutanvandningstillampningar inom
datahantering, daribland persondatorer och infrastruktur for datacentraler (32 %),
kommunikation, sdsom mobila telefoner och natverksinfrastruktur (31 %) och hemelektronik
(12 %). Tillvéxttakten ar aven hoég i segment som tidigare var beroende av analog och
mekanisk teknik, daribland fordons- och tillverkningsindustrin (12 % vardera), dar EU har en
stark stallning?® (figur 1).
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Figur 1: Segment pa halvledarmarknaden, per typ av komponent och tillampning i sektorn for
slutanvandare®

Mot bakgrund av datavolymernas enorma tillvaxt, och integreringen av allt storre datorkraft,
Al och anslutbarhet i alla tdnkbara applikationer, forvantas den globala marknaden for chip
overstiga 1 biljon US-dollar fore 2030.

Den vaxande efterfragan pa chip drivs dven av nya marknadsmoéjligheter inom foljande
omraden:

e Artificiell intelligens: Al kommer att ha en allt storre inverkan i manga sektorer. Sarskilda
strukturer for databehandling och avkénning behdvs for att sékerstédlla nddvandiga

27 Problemet med forfalskade halvledare diskuterades i ett plenarsammantrade inom Government & Authorities
Meeting on Semiconductors (GAMS) i november 2021.

28 Enligt 1C Insights var forséljningsvolymen under 2021 26 % hdgre 4n 2020, och den forvantade tillvaxten ar
2022 &r 11 %.

2% Semiconductor Industry Association Factbook 2021 (siffror for 2020).

30 Kalla: SIA / WSTS, IC insights.



https://www.icinsights.com/news/bulletins/2022-Semiconductor-Sales-To-Grow-11-After-Surging-25-In-2021/
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SIA-Factbook-FINAL1.pdf
https://www.semiconductors.org/semiconductor-demand-drivers-increase-across-the-board-in-2018/

prestanda, och Al-chip utgdr det snabbast vaxande segmentet inom mikroelektroniken.
Den érliga tillvaxten beraknas dverstiga 40 % under de kommande aren3.

e Edge computing: Databehandlingen haller gradvis pa att flytta fran datacentraler med
molnlagring till datoranlaggningar nara anvandaren dar data genereras. Utbyggnaden av
5G-néatet kommer att leda till en ytterligare utokning av marknaden for sakernas internet,
och analytikerna uppskattar att upp till 80 % av all databehandling senast 2025 kommer
att ske i datoranldggningar nédra anvandaren (s.k. “edge computing”). Detta forvéntas
medféra en arlig tillvaxt pa 35 % pa marknaden for det industriella sakernas internet och
foretagsgenererade data,? sektorer dar EU har viktig kompetens.

e Den digitala omstallningen och utvecklingen av vertikalt integrerade foretag: De flesta
branscher har en strategi som utgar fran en tiofaldig okning av antalet uppkopplade
enheter fram till 2025. Detta géller i synnerhet sektorer som tillverkning och
automatisering, jordbruk, telekommunikation, energiinfrastruktur och hdlso- och
sjukvardstjanster. Till exempel forvantas marknaden for halvledare inom hélso- och
sjukvardssektorn vixa med en arlig tillvaxttakt pa 10 % under 2020-2025%. Utvecklingen
av eldrivna och sjalvkérande bilar driver dven upp efterfragan inom fordonssektorn.
Marknaden for fordonselektronik forvantas vaxa med nastan 15 % om aret och uppga till
78 miljarder US-dollar 20263,

De relevanta utvecklingstrenderna omfattar dven produkter som ar skraddarsydda for behoven
i specifika industrisektorer. For att tillgodose ett stort antal anvandningsomraden i
traditionella och framvaxande marknadssegment och uppna béattre resultat kravs
domanspecifika strukturer, vilket leder till okad efterfragan pa specialtillverkade chip.
Halvledarnas 6kade vérde gor att kundforetag, déribland onlineplattformar och biltillverkare,
vill medverka i designen eller tillverka sina egna chip.

Sektorn drivs &ven av en snabb teknisk utveckling d&r miniatyriseringen Oppnar upp nya
omraden for att ¢ka datorkraften, minska kostnaderna och begrénsa energiforbrukningen.
Nagra av de mest talande exemplen &r nya transistortekniker som Gate All Around och
avancerad FDSOI, nya strukturer for systemintegration som gor det mojligt att kombinera
olika chip samt framvéxande, banbrytande tekniker som kvantteknik® och neuromorfisk
databehandling®. Nya tekniker utvecklas dven for databehandling som bygger pa avancerade
processorkarnor, daribland med 6ppen kéllkod. Vidare kommer anvéndningen av nya material
i plattorna, déribland kiselkarbid och galliumnitrid, att 6ka kapaciteten hos kommunikations-
teknik och kraftelektronik for elektromobilitet och férnybar energi.

Slutligen kommer de elektroniska produkternas livstid att forlangas genom hallbarhetsdesign
och nya uppgraderingstjanster for att minska erséttningstakten och behovet av nya produkter.
Material till mikrochip kan atervinnas fran elektroniskt avfall. Det &r till exempel tekniskt
mojligt att atervinna sammansatta halvledarmaterial, om &n i mycket sma kvantiteter.

31 Prognoser av Technavio, Allied Market Research, Market Research Future

32 10T Analytics

33 »Semiconductor in Healthcare Market: Industry Insights, Major Key Players and Current Trends Analysis”,
MarketWatch, 2021.

34 Prognos av_Yole Developpement

% Kvanttekniken kommer att erbjuda en hittills odvertraffad kapacitet till databehandling, kommunikation och
avkanning, antingen som fristdende losningar eller integrerade med de traditionella ldsningarna. De forsta
komponenterna som bygger pa kvantteknik har redan bérjat dyka upp pa marknaden.

% Neuromorfiska datorsystem forsoker efterlikna den manskliga hjarnans struktur for att underlatta chipens
inlérning over tid och forbattra energieffektiviteten.
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2.3 EU:s position

Den europeiska industrin har manga starka sidor och vissa svagheter i vérdekedjan for
halvledare. En dversikt 6ver EU:s position visas i figur 2.

Halvledarsektorn k&nnetecknas av en intensiv verksamhet inom forskning och utveckling.
Foretagen aterinvesterar mer an 15 % av sina intakter i forskning om nasta generations teknik.
EU har flera vérldsledande forsknings- och teknikorganisationer (FTO), och det finns manga
framstdende universitet och forskningsinstitut i hela unionen. Forsknings- och
teknikorganisationer i EU har utvecklat tekniken bakom tillverkningen av nagra av varldens
mest avancerade chip. Den enorma datorprestandan hos dagens chip beror till stor del pa den
oupphdrliga miniatyriseringen av FinFET-processen, vilken i sin tur har underlattats av
tekniken for extrem ultraviolett litografi (EUV-litografi) som utvecklats inom EU. Den
kompletterande processtekniken FDSOI, som har utvecklats och industrialiserats i EU,
erbjuder betydande fordelar nér det géller energieffektiviteten hos batteridrivna enheter. chip
som bygger pd bade FinFET- och FDSOIl-processteknik finns i varje mobiltelefon som
tillverkas idag.
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Figur 2: Leveranskedjan for halvledare: EU:s globala marknadsandel i relevanta segment

Tillverkningen av halvledare kréver enorma mangder unika material, kemikalier och
avancerad utrustning som tillhandahalls av specialleverantorer i varje skede av
tillverkningsprocessen. EU har flera varldsledande leverantorer av utrustning och ravaror som
grundmaterial och gaser®”. | denna del av leveranskedjan ar ndgra av de europeiska
tillverkarna mycket starka i sina respektive marknadssegment. Faktum &r att det knappast gar
att producera avancerade chip nagonstans i varlden utan utrustning som tillverkats i EU,
daribland maskiner for EUV-litografi.

37 Trots dessa starka sidor ar EU beroende av tredjelander nar det géller vissa material som fotoresist och
kiselmetall. For att bygga upp motstandskraften pa ravaruomradet har Europeiska kommissionen inrattat den
europeiska rdvarualliansen (ERMA).
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EU:s har aven ledande chiptillverkare som specialiserar sig pa design av sarskilda
halvledarkomponenter. EU:s leveranttrer av halvledare ar vérldsledande nér det galler chip
till de snabbt vaxande marknaderna for tillverkning av fordon och industriell utrustning®.

| EU:s finns daven industrisektorer som har en stark anvandarbas och som kommer att driva
efterfragan i framtiden, daribland — men inte begransat till — efterfrdgan pa mer avancerade
noder. Halvledarforetagen deltar allt oftare i designen av chipen tillsammans med
slutanvandarforetagen for att forbattra systemens prestanda. Detta ar en utveckling dér EU:s
har utrymme for forbattringar.

Trots dessa starka sidor har EU:s andel av de globala intdkterna av halvledarchip minskat till
omkring 10 %, fran att ha dverstigit 20 % under 1990-talet®. Tillverkningen i EU:s minskade
delvis pd grund av att det inte fanns tillrackligt manga stora dataforetag och
mobiltelefontillverkare som motiverade de enorma investeringarna. De hodga kostnaderna
ledde aven till att tillverkningen flyttades till Asien, dar foretagen kunde dra fordel av lagre
kostnader och hogre offentligt stéd. Under de senaste aren har den europeiska
halvledarbranschen ater borjat investera i tillverkningskapacitet, men inte i en omfattning som
ar tillracklig for att tillgodose den forvantade tillvéaxten i framtiden.

Idag bygger de flesta av foretagen sin verksamhet pa s.k. ”fabless-modeller” (eller fab-lite”),
dar de lagger ut all (eller delar av) sin tillverkning pa entreprenad till anlaggningar for
uppdragstillverkning. chiptillverkare inom EU har inriktat sin produktion pa de marknader dar
de &r starka, t.ex. den analoga marknaden, och som annu inte kréver de toppmoderna noder
som ar en forutsattning for dagens databehandling och kommunikation. Aven om utrustning
for tillverkning av chip under 7 nm endast tillverkas i EU, saknas anlaggningar for
uppdragstillverkning i EU som tillverkar processnoder under 22 nm. Dessutom kommer
framtidens marknader att efterfraga chip som tillverkas i processnoder under 5 nm. Nar det
géller montering, provning och packning av chip har dessa verksamheter traditionellt lagts ut
pa entreprenad till dstra Asien.

Dagens chip har flera miljarder transistorer, och ny design kan krava flera ars arbete av
hundratals ingenjorer som anvénder extern programvara for immaterialrattsligt skydd och
automatiserad elektronisk design. De storsta leverantérerna finns utanfor EU. Det finns
emellertid en betydande kompetens i hela unionen, och pa senare tid har allt fler europeiska
smaforetag deltagit i designen av avancerade processorer och acceleratorer, framfor allt for
Al-chip.

3. En chipstrategi for det digitala artiondet

3.1 EU:s vision och de strategiska tillgangarna for att forverkliga den

Mot bakgrund av chipens viktiga roll i den digitala ekonomin, deras geopolitiska dimension
och den nuvarande starka koncentrationen av tillverkningskapaciteten maste unionen snabbt
forstarka sitt ekosystem for halvledare, oka sin motstandskraft och leveranstrygghet samt
minska sitt beroende av externa parter.

| december 2020 undertecknade 22 av medlemsstaterna en forklaring om ett europeiskt
initiativ for processor- och halvledarteknik®. | forklaringen konstaterades att den europeiska

3 EU-foretagen ar starka nar det galler design av chip till fordonssektorn, men vissa delar av tillverkningen
&ger rum i andra regioner.

3 Kalla: Beslut / Carsa

40" Joint declaration on processors and semiconductor technologies | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)
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andelen av den globala halvledarmarknaden ligger langt under EU:s ekonomiska stéllning.
Medlemsstaterna enades om att gora en extra anstrangning for att forstarka ekosystemet for
processorer och halvledare och att utdka industrins nédrvaro i hela leveranskedjan for att
hantera de stora tekniska, sdkerhetsrelaterade och sociala utmaningarna. | den digitala
kompass** som kommissionen offentliggjorde i mars 2021 faststilldes malet att
produktionen av banbrytande och hallbara halvledare i Europa ska utgéra minst 20 %
av varldsproduktionen senast 2030. Denna ambition bekraftas i forslaget till 2030-
policyprogrammet “En firdvig for det digitala decenniet™?,

Tack vare EU:s omfattande tillgangar, som &r val diversifierade och spridda 6ver manga
medlemsstater, kan denna ambitidsa vision uppfyllas med de nddvéndiga anstrangningarna
och en kritisk massa av offentliga och privata investeringar.

EU kan och maste mobilisera en aldrig tidigare skadad niva av investeringar med tanke pa de
stora positiva spridningseffekter som sektorn har i hela ekonomin och i manga andra omraden
av allmant intresse. Stora offentliga investeringar kommer att behdvas for att locka privata
investeringar, vilka for de europeiska foretagen redan uppgar till omkring 6 miljarder euro per
ar. Okade investeringar i halvledare kommer att tjana alla industrisektorer och samhillet i
stort, vilket kommer att medfora fordelar for alla medlemsstater.

Ett 4nnu narmare samarbete kommer att vara en annan framgangsfaktor. EU kan och maste
mobilisera alla sina talanger och tillgangar. Ett nara samarbete mellan manga relevanta
offentliga och privata intressenter har redan inletts genom det gemensamma foretaget for
viktig digital teknik*®. Detta samarbete maste forstarkas och utokas ytterligare, s& att
vardekedjans aktorer och forskarsamfundets ledare blir delaktiga genom europeiska projekt
som tar vara pa medlemsstaternas gemensamma intressen.

Det varde som EU satter pa sakerheten, bl.a. inom kritisk infrastruktur, dataskydd och
energieffektivitet, bor ocksa utnyttjas. Detta kan till exempel ske genom tillampning av
certifieringskrav vid offentlig upphandling, vilket kan bidra till att stimulera efterfragan.

Trots sin ledande position inom forskningen kan och maste EU minska glappet mellan
forskning och tillverkning genom att utnyttja sina starka sidor nar det galler i) utrustning och
material, ii) systemldsningar och systemintegration, iii) narvaron i marknadssegment med
stark tillvaxt, t.ex. fordonsindustri, medicinsk teknik, kommunikation, energi och
maskinteknik samt iv) forskning och akademisk spetskunskap, dar den tekniska kapaciteten
bor forstarkas ytterligare. Ett lyckat resultat beror helt och hallet pa gemensamma
anstrangningar och ett nara samarbete med alla parter — branschen langs vérdekedjan, den
offentliga sektorn och forskningsorganisationerna.

Slutligen maste EU:s anstrangningar vara inriktade pa framtidens mojligheter. For det forsta
ar det viktigt att tillgodose tillvaxtmarknadernas och den cirkuldra ekonomins behov, dvs.
komponenter med lag energiforbrukning, en ny generation kraftfulla processorer som ar
anpassade for dataanalys, Al och edge computing, radiofrekvensanordningar och 5G/6G-

4 COM(2021) 118

42 COM(2021) 574

43 Det gemensamma foretaget for viktig digital teknik (https://www.kdt-ju.europa.eu) offentliggjordes i
november 2021. Det bygger pa en trepartsstrategi som delas av kommissionen, deltagande stater
(medlemsstaterna och associerade lander) och branschen. Genom foretaget har upp till 3,6 miljarder euro
mobiliserats i offentliga investeringar (EU och deltagande stater) fram till 2027. Dessutom forvéntas att de
privata intressenterna kommer att investera ett motsvarande belopp.
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komponenter for kommunikation i terabithastighet, samt mer integrerad kraftelektronik for
okad atervinningsbarhet och hallbarhet. For det andra maste anstrangningarna vara inriktade
pa vad tekniken kan erbjuda for att tillgodose dessa behov: 2 nm och mindre i FinFET och
Gate-all-around, och mindre dan 10 nm i FDSOI, kvantteknik och neuromorfiska datorsystem,
men dven EUV-litografi for produktion. EU maste utdka sin kapacitet inom dessa omraden,
leda den tekniska utvecklingen och dess industrialisering, uppmuntra till investeringar och
underlétta antagandet av dessa nya tekniker inom den europeiska branschen, i synnerhet sma
och medelstora foretag, for att uppréatthalla sin konkurrenskraft i den tekniska kapplépningen,
daribland for branscher som traditionellt har varit beroende av fullt utvecklade losningar.

3.2 Strategiska mal

For att uppfylla denna vision har den europeiska chipstrategin utarbetats kring foljande fem
strategiska mal:

For det forsta bor EU starka sin ledande roll inom forskning och teknik. Detta ar
nodvandigt for att bevara EU:s nuvarande tillgangar i olika banbrytande tekniker, daribland
tillverkning av utrustning och avancerade material, som behdvs for att bygga upp nasta
generation av produktionsanlaggningar inom alla sektorer.

For det andra bor EU bygga upp och forstarka sin egen kapacitet att utveckla innovativa
I6sningar inom design, tillverkning och packning av avancerade, energieffektiva och
sakra chip och omvandla dem till tillverkade produkter. Detta kommer att sakerstalla
tillgangen pa chip pa langre sikt for att tillgodose industrins och den offentliga sektorns behov
och stimulera innovation i hela ekonomin. Investeringar i pilotproduktionslinjer och i
anlaggningar och verktyg for avancerad design och provning &r helt avgérande i detta
avseende. Pilotproduktionslinjer kommer att finnas tillgangliga for aktorer i leveranskedjan pa
oppna och icke-diskriminerande villkor. Eftersom anlaggningarna &r unika och varldsledande
kommer de att gora EU till en stark partner pad den globala arenan och lagga en stabil grund
for att starka det internationella samarbetet.

For det tredje bér EU infora en lamplig ram for att avsevart dka sin produktionskapacitet
fram till 2030. Eftersom marknaden forvantas fordubblas fram till 2030 &r en fyrdubbling av
produktionen nodvandig for att uppna EU:s mal. Detta ar inte bara en fraga om volym. Det
handlar dven om formagan att tillverka de mest avancerade chipen i EU, att tillgodose
anvandarnas behov och att diversifiera tillgangen till marknaderna, daribland de déar EU inte
ar narvarande idag, och samtidigt ta hansyn till tillverkningens eventuella miljopaverkan.
Vidare ar det nodvandigt att forstiarka leveranstryggheten, i synnerhet for kritiska sektorer
som ar relevanta for den allmanna sakerheten. For att uppna detta maste EU locka interna och
externa investeringar i produktionsanldaggningar inom sitt territorium och se till att det finns
goda forutsattningar och ett fordelaktigt regelverk for privata investeringar.

For det fjarde bor EU atgarda den akuta bristen pa kompetens, locka nya talanger och
stodja framvaxten av en valutbildad arbetskraft, eftersom de nuvarande bristerna
begrénsar anstrdngningarna for att forstarka ekosystemet.

Sammantaget bor EU utveckla en djupgaende forstaelse for de globala leveranskedjorna
for halvledare for att kunna Overvaka deras funktion, forsta framtida utvecklingstrender,
forutse storningar, bygga upp internationella partnerskap baserade pa en mer balanserad
kapacitet och ett dmsesidigt intresse, reagera i tid for att forhindra att de internationella
leveranskedjorna bryts ner och for att ge EU mgjlighet att vidta nodvandiga atgarder vid
behov.
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For att uppna allt detta bor unionen ha ett niara samarbete med medlemsstaterna och alla
relevanta offentliga och privata intressenter for att samordna insatserna, samla kunskap och
resurser och skapa ett levande och motstandskraftigt ekosystem for halvledare i EU. Med
tanke pa den globaliserade karaktaren hos vérdekedjan for halvledare bor unionen dessutom
inrdtta starka internationella partnerskap, i synnerhet med likasinnade partner. Detta kommer
att forstarka samordningen och minimera eventuella motstridiga mal. Sadana partnerskap
kommer att mdéjliggdra noggranna bedémningar av tredjelandets policyer inom sektorn och
gemensamma strategier for att hantera leveransproblem, daribland genom Omsesidigt
fordelaktiga diversifieringsstrategier.

Om de ovannamnda malen uppfylls bér EU kunna bygga upp ett dynamiskt ekosystem éver
hela unionen, till gagn for alla medlemsstater, och locka investeringar i produktion, design
och FoU med hjalp av de basta talangerna i varlden fér att uppna denna vision. Denna
utveckling kommer att forstarka EU:s formaga att uppna sina miljomal, paskynda den digitala
och gréna omstélliningen och samtidigt forbattra unionens sékerhet. Detta kraver beslutsamma
atgarder redan idag, och det ar darfor som kommissionen lagger fram det forslag till atgarder
som beskrivs i detta meddelande.

3.3 Insatser for att uppna ambitionen

| den europeiska chipstrategin faststélls ett antal atgarder och initiativ i kombination med
betydande investeringar for att uppna den vision och de mal som anges ovan.

Den o6vergripande nivan av politiskt styrda investeringar** som stod till EU-réttsakten om
halvledare uppskattas Gverstiga 43 miljarder euro fram till 2030 pa grundval av de
tillkannagivanden som hittills har gjorts. Detta kommer sannolikt att locka ytterligare
langsiktiga privata investeringar i motsvarande omfattning.

Denna offentliga investering omfattar 11 miljarder euro som Gronmarkts till initiativet chip
for Europa® for att finansiera tekniskt ledarskap inom forskning, design och tillverkning fram
till 2030. Den kommer att krava en sammanslagning av investeringar fran unionen och
medlemsstaterna dar privata aktorer ocksa forvantas delta. Investeringen kommer att
kompletteras med aktiekapitalstod till uppstartsforetag, expanderande foretag och andra
foretag i leveranskedjorna genom investeringsframjande insatser under den gemensamma
bendmningen “chipfonden”, med ett berdknat sammanlagt investeringsvirde pa minst 2
miljarder euro. Dessa insatser bor sammantaget leda till direkta offentliga och privata
investeringar som gott och val 6verstiger 15 miljarder euro. Detta tillkommer utéver de lan
som EIB skulle kunna erbjuda till hela ekosystemet for halvledare.

Dessutom kan medlemsstaternas stéd till initiativet chip for Europa komma fran atgarder for
mikroelektronik i deras aterhamtnings- och resiliensplaner eller fran nationella eller regionala
fonder. Medlemsstaterna kan dven Gvervaga att dra nytta av outnyttjade lanemajligheter inom
ramen for faciliteten for aterhamtning och resiliens for att ge ytterligare stod.

Medlemsstaterna haller till exempel redan pa att planera en investering i ett nytt viktigt
projekt av gemensamt europeiskt intresse for att stodja granséverskridande innovativa projekt
langs vérdekedjan for mikroelektronik, daribland genom faciliteten for aterhamtning och

4 Offentliga investeringar och stod som anskaffats i form av eget kapital.

 Inklusive det befintliga gemensamma foretaget for viktig digital teknik.
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resiliens och strukturfonderna. Denna investering ar ett komplement till det kommande stodet
till inrattandet av stora tillverkningsanlaggningar.

De ovanstaende investeringarna kommer att komplettera befintliga program och atgarder for
forskning och innovation om halvledare, daribland Horisont Europa och programmet for ett
digitalt Europa. Néar det galler stodet till tekniskt ledarskap kommer tillampningsomradet for
programmet for ett digitalt Europa att utdkas. Dessutom kommer det gemensamma foretaget
for viktig digital teknik att forstarkas och omorienteras mot malen i EU:s chipstrategi under
det nya namnet “det gemensamma foretaget for halvledare”. Det gemensamma foretaget
kommer att utdka sina insatser genom att kombinera de ekonomiska och tekniska resurser
som kravs for att hantera upptrappningen av innovationer pa halvledaromradet, skapa viktiga
spridningseffekter for samhallet och dela riskhanteringen genom att férena strategier och
investeringar mot ett gemensamt europeiskt intresse. Det kommer att samarbeta med
medlemsstaterna for att underlatta en enhetlig anpassning till de nationella programmen och
ge stod till innovativa storskaliga projekt. Foretaget ar utformat sa att det tillgodoser
medlemsstaternas gemensamma intressen i utvecklingen av infrastruktur och utokad kapacitet
till forman for vardekedjans aktorer i hela unionen. Dess framgang ar darfor helt beroende av
medlemsstaternas gemensamma anstrangningar for att, tillsammans med unionen, ge stod till
de betydande kapitalkostnaderna, den 6vergripande tillgangen till resurser for virtuell design,
provning och pilottillverkning samt spridningen av kunskap, fardigheter och kompetens. Inom
ramen for sitt fornyade uppdrag kommer det gemensamma foretaget att var ledstjarnan for
unionens insatser i fraga om halvledare.

| foljande avsnitt beskrivs de sarskilda atgarder och initiativ som kommer att inledas for att
uppfylla malen.

3.3.1 Ledarskap inom forskning, innovation och tillverkning av utrustning

For att bevara och forstarka sin ledande stallning inom savél forskning och innovation som
tillverkning av utrustning har EU redan planerat att investera i nésta generations tekniker
inom ramen for programmet Horisont Europa.

Framtida forskning som far stod via det gemensamma foretaget for halvledare kommer att
medverka till att de vertikala industriernas framtida behov blir battre tillgodosedda och
sékerstélla att sociala och miljorelaterade utmaningar bemdts. Forskningsinsatserna kommer
till exempel att vara inriktade pa teknik for att uppna transistorstorlekar under 2 nm,
omvélvande teknik for Al, energieffektiva processorer med mycket lag energiforbrukning,
nya material*®, sdval som heterogen integrering och 3D-integrering av olika material, samt
framvéaxande designlsningar, till exempel baserade pa den 6ppna datorstrukturen RISC-V.

46 Den 7 februari 2022 presenterade framstaende aktérer inom olika industri- och forskningsorganisationer ett
manifest med titeln "Manifesto proposing a Systemic Approach of Advanced Materials for Prosperity: a 2030
Perspective”, dir de betonade att ndsta generation av halvledarmaterial kommer att stimulera nya
“innovationsmarknader” i EU.
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Det gemensamma foretaget kan dven samverka med relevanta europeiska partnerskap, till
exempel for att hantera fragor kring material, tillverkning, smarta natverk och hélso- och
sjukvard, eller anvandarindustrier som anvander chip.

Dessutom bidrar flaggskeppsinitiativet for kvantteknik*’ inom ramen for Horisont Europa
med 1 miljard euro i stod till forskning om kvantchip for att ta vara pa deras potential for
komplexa databerdkningar och ultraséker kommunikation.

Ytterligare stod till industriell forskning och innovation kommer fran medlemsstaterna genom
viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Ett andra projekt med inriktning pa
mikroelektronik forbereds for narvarande®®. Projektet forvéntas sysselsatta fler &n 100
potentiella deltagare fran omkring 20 medlemsstater. Alla viktiga marknadssegment kommer
att omfattas, med sarskild tonvikt pa innovation inom omraden som Al-processorer, edge
computing, elektromobilitet, sdkerhet och energieffektivitet. Det viktiga projektet av
gemensamt europeiskt intresse omfattar aven projekt inom kommunikation, en viktig vertikal
marknad som kan forstarka den europeiska kompetensen nér det géller 5G- och 6G-teknik.
Projektet kommer att folja ett holistiskt tillvagagangssatt som inbegriper hela véardekedjan for
halvledare.

3.3.2 Ledarskap inom design, tillverkning och packning

Det nya initiativet chip for Europa syftar till att forstarka EU:s kapacitet inom halvledarteknik
och innovation och befasta EU:s ledande stallning pa medellang till 1ang sikt. Det kommer att
sékerstélla att avancerade designverktyg for halvledare, pilotproduktionslinjer for nésta
generation av chip och provningsanlaggningar for innovativa tillampningar av den senaste
halvledartekniken anvénds Over hela EU. Det kommer dven att frdmja en uppbyggnad av
kapaciteten inom avancerad teknologi och ingenjoérsvetenskap nar det galler kvantchip.

Initiativet kommer att utéka och bygga vidare pa EU:s ledarskap inom forskningen, déaribland
med hjalp av europeiska forsknings- och teknikorganisationer och viktiga leverantorer av
tillverkningsutrustning,  tillverkare av integrerade  designtillverkare** och starka
anvéndarsektorer.

Genom initiativet kommer investeringar fran unionen och medlemsstaterna att sammanforas
for att uppmuntra till ytterligare investeringar fran privata investerare. Detta foretag
kompletterar de forskningsinsatser som redan har planerats och vars resultat kommer att ligga
till grund for pilotproduktionslinjerna och designinfrastrukturen. Initiativet kommer att bidra
till en konsolidering av de fragmenterade insatserna och utbka dem avsevért for att
overbrygga klyftan mellan forskning och tillverkning och for att skapa ett framtidssékrat
ekosystem dar EU:s spetskunskaper inom forskning och innovation kan Overféras till
industriell innovationskapacitet.

Initiativet kommer att framja ett levande och motstandskraftigt ekosystem for halvledare i
Europa, med aktorer inom teknisk innovation och leverantérs- och anvandarindustrier, for att
se till hela EU kan dra nytta av fordelarna. Ett nara samarbete mellan aktorerna pa utbuds- och
efterfragesidan kommer att vara en viktig framgangsfaktor. Den europeiska alliansen for

47 Flaggskeppsinitiativet for kvantteknik ar ett langsiktigt forskningsinitiativ for utvecklingen av kvanttekniker
inom bland annat databehandling och simulering, kommunikationsnatverk samt avk&nning och metrologi.
48 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/ipcei-microelectronics-major-step-
more-resilient-eu-chips-supply-chain_en
49 Halvledarforetag som designar och tillverkar chip och séljer dem till sina kunder.
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processor- och halvledarteknik® kommer att ha en radgivande roll for initiativet tillsammans
med andra relevanta intressenter.

Genomférandet av det nya initiativet chip for Europa kommer huvudsakligen att ske genom
”det gemensamma fOretaget for halvledare”. Kombinationen av Fol-verksamhet och
kapacitetsuppbyggande insatser genom initiativet chip for Europa inom samma gemensamma
foretag kommer att leda till 6msesidiga fordelar tack vara synergieffekter mellan initiativet
och malen for det befintliga gemensamma foretaget.

Designstrategi

Design ar en viktig kapacitet bakom utvecklingen av nya halvledarsystem som &r anpassade
till olika tillampningar och anvandarbehov. For att utoka EU:s kapacitet att skapa innovativa
I6sningar for design, tillverkning och packning av avancerade chip kommer en storskalig
designsinfrastruktur for integrerade halvledartekniker att byggas upp genom en virtuell
plattform for hela EU. Intressenter som innovativa sma och medelstora foretag och
forsknings- och teknikorganisationer kommer att ha tillgang till infrastrukturen, som omfattas
av tydliga immaterialrattsliga regler.

Denna plattform kommer att bygga pa befintliga och nya designbibliotek med ett stort antal
banbrytande och nya tekniker. I kombination med befintliga verktyg for automatiserad
elektronisk design (EDA) kommer plattformen att géra det mojligt att designa nyskapande
komponenter och system med nya funktioner som Iag energiforbrukning och okad séakerhet,
saval som nya mojligheter till systemintegrering och 3D-montering. Den kommer att
uppgraderas fortlépande med nya funktioner i takt med att fler och fler typer av teknik och
design for processorer blir tillgangliga, dven genom 6ppen kallkod. Kraven for innovativ
design kommer &ven att vara inriktade pa de elektroniska produkternas hallbarhet och
mdjligheten att uppgradera dem.

Alliansen och det gemensamma foretaget for halvledare kommer att sammanfora tillverkare
och anvéndare av chip for att designa och utveckla sérskilda processorer inom omraden som
industriell automatisering, fordonstillverkning och kommunikation. EU:s manga sma och
medelstora foretag som ar aktiva pa designomradet kommer ocksa att delta i arbetet. Ett
internationellt samarbete kommer ocksa att vara viktigt for att fa tillgang till de senaste
designverktygen. Plattformen kommer att stimulera ett brett samarbete mellan olika
anvandargrupper, foretag pa designomradet, leverantrer av immateriella rattigheter och
verktyg, de som sysslar med design samt forsknings- och teknikorganisationer. Darmed
sakerstalls att de immateriella rattigheterna for nasta generation chip kommer fran EU.

Pilotproduktionslinjer for forberedelse av innovativ produktion och fér provning och
experimentering

De mellanliggande stegen i utvecklingen av chipprodukter kan vara mycket kostsamma och
riskabla, och darmed skapa flaskhalsar for industrialiseringen. Inom initiativet kommer darfor
utokade pilotproduktionslinjer att skapas och anvéndas for att utarbeta prototyper och Oka
innovationstakten i syfte att underlatta dvergangen fran demonstration i ett laboratorium till
produktion i en tillverkningsanlaggning.

Initiativet kommer att bygga vidare pa befintliga pilotproduktionslinjer for att utveckla en
infrastruktur som kan lyfta nya och avancerade tekniker till en hogre mognadsniva och
darmed paskynda spridningen och kommersialiseringen inom industrin. Dessa toppmoderna

%0 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies
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anlaggningar kommer att ge branschen mdjlighet att prova, experimentera och validera ny
design av prototypsystem med nya tekniker som kvantteknik, Al eller neuromorfisk
databehandling, saval som nya funktioner for sékerhet eller energieffektivitet. De som sysslar
med design kommer att f4 omedelbar feedback sa att de kan forfina och forbattra sina
designmodeller innan de dverfors till tillverkningsanlédggningen, vilket kommer att korta ner
utvecklingscykeln avsevart.

Initiativet kommer att ge stdd till utvecklingen av nya pilotproduktionslinjer, déribland en for
FDSOI (10 nm och darunder), en for de toppmoderna noderna (under 2 nm) och en for
heterogen integrering och avancerad packning av 3D-system. Dessa pilotproduktionslinjer
kommer att framja den europeiska immaterialratten inom produktionsteknik och avancerad
tillverkning av utrustning och material. De kommer att stidrka partnerskapen med
utrustningsleverantorer for att paskynda en avancerad teknisk utveckling och ge stod till
branschdrivna projekt med fokus pa prototypernas 6vergang fran forskning till tillverkning,
valideringen av konceptens &ndamalsenlighet och o6verforingen av tekniken till
produktionslinjerna. Dessa pilotproduktionslinjer — i synnerhet linjen fér FDSOI — kommer att
gora det mojligt att utveckla mycket energieffektiva chip, vilket ar avgérande for den grona
omstéllningen inom sektorer som fordonstillverkning, IKT och mobilitet.

Pilotproduktionslinjerna och designplattformen kommer att vara sammankopplade, och de
som sysslar med design kommer att ha mojlighet att prova och validera tekniska alternativ
innan de blir kommersiellt tillgdngliga. Kopplingen sékerstéller att ny design av chip och
system utnyttjar hela potentialen hos nya typer av teknik och bygger pa banbrytande
innovation.

Denna tekniska infrastruktur &r grundldggande for utokningen av EU:s kunskap, kapacitet och
formaga att 6verbrygga innovationsklyftan mellan forskning och kommersiellt finansierad
tillverkning och for att 6ka bade efterfragan och tillverkningen i EU fram till slutet av
artiondet®!. Starka synergieffekter kan uppnés genom en parallell utveckling av de olika
pilotproduktionslinjerna, t.ex. genom ett europeiskt konsortium for chipbranschen som
sammanfor unionens bidrag och de gemensamma resurserna fran medlemsstaterna och andra
deltagare.

Kvanttekniken ar ocksa en mycket lovande ny teknik for datorbehandling, kommunikation
och avkanning. Initiativet kommer att ge stod till uppbyggnaden av teknisk kapacitet for att
paskynda utvecklingen av kvantchip (dvs. chip som bygger pa kvanteffekter). Verksamheten
kommer att omfatta utvecklingen av pilotproduktionslinjer for kvantchip saval som
anlaggningar for provning och experimentering.

Certifiering av chip

Framtidens smarta enheter, system och konnektivitetsplattformar kommer att bygga pa
avancerad elektronik, och de maste darfor uppfylla hogt stallda krav pa energieffektivitet,
tillforlitlighet och cybersékerhet. Detta kommer i stor utstrackning att bero pa den
underliggande teknikens egenskaper. Medlemsstaterna har redan enats om att arbeta mot
gemensamma normer och, i tillampliga fall, certifiering av tillforlitlig elektronik, saval som
gemensamma krav for upphandling av sakra chip och inbyggda system i tillampningar som
bygger pa en omfattande anvandning av chipbaserad teknik.

5L Investeringarna i en designinfrastruktur och pilotproduktionslinjer kan krava medfinansiering av
medlemsstaterna och maste darfor uppfylla reglerna for statligt stod i forekommande fall.
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Mot bakgrund av Europas ledande stéllning ndr det géller utveckling av miljévénliga,
tillforlitliga och sakra chip® ar det nodvandigt att infora forfaranden for referenscertifiering
av vissa kritiska sektorer och tekniker med stora potentiella sociala konsekvenser.
Certifieringen av chipens miljévanlighet, tillforlitlighet och sékerhet bor omfatta hela
vardekedjan fram till integreringen i slutprodukten. Detta skulle aterspeglas i férfarandena for
offentlig upphandling och framjas i det internationella standardiseringsarbetet.

| samrad med offentliga och privata intressenter, daribland genom alliansen for processor- och
halvledarteknik, kommer kommissionen att identifiera och prioritera sektorer och produkter
vars miljovanlighet, tillforlitlighet och sakerhet bor omfattas av certifieringsprocesser, med
beaktande av réttsligt tillampliga krav som utgar fran den harmoniserade unionsratten och
relevanta verksamheter inom det europeiska regelverket for cybersakerhetscertifiering®2.

3.3.3 Insatser for att stimulera EU:s ekosystem och sékerstélla leveranstryggheten

Investeringar i nya avancerade produktionsanldggningar ar nodvéandiga for att skydda
unionens leveranstrygghet och leveranskedjans motstandskraft. Samtidigt genereras
betydande positiva effekter for den dvergripande ekonomin. Positiva effekter uppstar bade nar
produktionen utvecklas mot mer avancerade tekniker (t.ex. skaleffekter, funktionell
integrering eller prestanda, inbegripet energiprestanda) och nér innovativa tekniska processer
finns pa plats.

Privata investeringar i dessa avancerade anldggningar kommer sannolikt att krava betydande
offentligt stéd. Mot bakgrund av de hoga hindren for intrade pa marknaden och sektorns
kapitalintensiva karaktar anser kommissionen att en bedémning maste goras fran fall till fall
om det offentliga stodet omfattar statligt stdd som inte omfattas av de befintliga riktlinjerna.
Som redan tillkannagivits i meddelandet om en konkurrenspolitik for nya utmaningar,® kan
det i sddana fall vara motiverat att tacka kostnaderna med offentliga medel upp till 100 % av
ett belagt finansieringsunderskott om sadana anlaggningar annars inte skulle forekomma i EU.
Sadana fall ska bedomas direkt av kommissionen enligt artikel 107.3 ¢ i EUF-férdraget.
Enligt denna bestammelse far kommissionen gora bedémningen att stod for att underlatta
utvecklingen av viss naringsverksamhet eller i vissa regioner ar forenligt med reglerna for
statligt stod om det inte paverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot
det gemensamma intresset, med avvégning av det statliga stodets positiva effekter mot dess
sannolika negativa effekter pa konkurrens och handel.

Vid den Overgripande avvagningen av stodets positiva effekter gentemot dess negativa
effekter pa konkurrens och handel kommer kommissionen att beakta det faktum att nya
produktionsanléggningar &r de forsta i sitt slag i unionen, det vill sdga att de har upprattats i
syfte att producera teknik som innebér en forbattring jamfort med den nyaste tekniken i
unionen, till exempel nér det galler tekniska noder, grundmaterial som kiselkarbid och
galliumnitrid och andra produktinnovationer som kan erbjuda battre prestanda, processteknik
eller energi- och miljoprestanda. Kommissionen kommer &ven att ta héansyn till den

52 Ett antal certifikat med gemensamma kriterier utfardades 2020 av en grupp av ledande EU-tillverkare.

53 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska
unionens cybersakerhetshyrd) och om cybersékerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik
och om upphévande av férordning (EU) nr 526/2013 (cybersékerhetsakten) (Text av betydelse for EES).

% COM(2021) 713 final.
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langsiktiga lonsamheten hos dessa anlaggningar utan fortsatt driftstod, saval som tydliga
ataganden for fortsatt innovation i unionens ekosystem for halvledare®.

| forslaget till en rattsakt om halvledare faststalls en definition av férsta i sitt slag som
kommissionen kommer att ta hansyn till i sin beddmning av statligt stod. Genom den
foreslagna rattsakten om halvledare infors dven tva typer av anlaggningar som é&r de forsta i
sitt slag: “anldggningar for uppdragstillverkning” som avsétter en betydande andel av sin
tillverkningskapacitet for andra industriella aktorers produktion och “integrerade
produktionsanldiggningar” som designar och tillverkar komponenter for sin egen marknad.
Erk&nnandet som den ena eller den andra typen av anlédggning ger ett antal fordelar. Det gor
att anlaggningen kan omfattas av ett paskyndat tillstandsbeviljande och prioriterad tillgang till
den pilotverksamhet som faststéllts enligt initiativet chip for Europa. Dessutom bekréftar
erkannandet att investeringen i produktionsanldggningen bidrar till leveranstryggheten for
halvledare i unionen och darmed &r av allmant intresse. Forfarandena for erkdnnande av
“anldggningar for uppdragstillverkning” eller “integrerade produktionsanldggningar” och for
godkannande av statligt stod kommer i tillampliga fall att 4ga rum parallellt. Kommissionens
avdelningar kommer att samordna dessa parallella bedomningar for att paskynda
beslutsfattandet med malet att fatta samtidiga beslut.

Stodet maste ha en stimulanseffekt och vara nodvandigt, lampligt och proportionerligt. Detta
innebar i synnerhet att stod inte far beviljas for investeringar som redan har godkants innan en
ansbkan om stod l&mnats in, att investeringen inte skulle genomféras utan stddet, att offentligt
ekonomiskt stod ar ett lampligt verktyg, att det inte finns ndgot mindre snedvridande
alternativ och att otillborliga snedvridningar av konkurrensen minimeras. De villkor enligt
vilka anlaggningar som omfattas av rattsakten om halvledare maste vara de forsta i sitt slag
spelar ocksa en roll i detta avseende, eftersom de sékerstaller att stédet begransas till omraden
i unionen dar det inte finns nagon tillforlitliga leveranser och att inga befintliga eller
planerade privata initiativ trangs undan®®. En annan faktor som kan begransa
snedvridningarna av konkurrensen och sakerstdlla proportionaliteten &r att undvika
overkompensation. Statligt stéd som tacker vederborligen belagda finansieringsunderskott
skulle séledes kunna godkénnas®’.

Beroende pa de sakliga grunderna i varje enskilt fall som granskas kommer hansyn att tas till
andra positiva effekter som kan kompensera risken for snedvridning av konkurrensen. Dessa
effekter innefattar det understddda projektets positiva konsekvenser i vardekedjan for
halvledare genom att sdkra leveranstrygghet och utdéka den kvalificerade arbetskraften, eller
dess positiva konsekvenser for innovationspotentialen hos sma och medelstora foretag och

5 Sadana ytterligare investeringar i FoU for framtida tekniker skulle ha formen av oberoende bidrag fran
stddmottagarna och skulle inte ingd i berdkningen av finansieringsunderskottet.

% Det kan handa att flera parallella projekt erkanns som de forsta i sitt slag, sa lange det kan bevisas att den
verksamhet som far statligt stod inte tranger undan befintliga eller planerade privata verksamheter. Varje
forslag till statligt stod kommer att bedomas pad sakliga grunder for att undvika snedvridning av
konkurrensen. Detta omfattar en Overgripande Oversyn av behovet for att undvika situationer med
dverkapacitet.

5 Detta innebar att finansieringsunderskottet for att sikra inrdttandet av anliggningen i unionen maste
tillrackligt belagt, dvs. genom att jamfora de forvantade produktionskostnaderna i EU med anvéndning av
realistiska antaganden som en del av en trovardig affarsplan, déribland riktvarden for avkastningen pa kapital
inom sektorn, och att jamfora dessa med realistiska alternativ for utkontraktering eller produktion (&ven
globalt) pa grundval av konkreta bevis fran stodmottagaren, och/eller genom skyddsatgarder for att
sékerstélla en rattvis fordelning av ytterligare vinster som inte fanns med i prognosen i den anmalda analysen
av finansieringsunderskottet.
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vertikala foretag som kan anskaffa innovativa produkter i sin egen narhet eller ndgon annan
fordel som kan delas allmént och utan sarskillnad i hela EU-ekonomin. De villkor som
faststélls i forslaget till rattsakt om halvledare for erkd&nnandet av anldggningar for
uppdragstillverkning och integrerade produktionsanlaggningar, utdver villkoret att vara forst i
sitt slag, ar relevanta i detta avseende. Det galler sarskilt atagandet att investera i nasta
generation av chip®® och de garantier som ska ges for att undvika extraterritoriell tillampning
av skyldigheter i fraga om allméannyttiga tjanster som kan undergrava kravet att genomfdra
prioriterade bestallningar. Positiva bidrag till ssmmanhallningen och det gransoverskridande
samarbetet kan ocksa betraktas som relevanta.

Né&r det géller projekt for vilka statligt stod har anmalts fore antagandet av den foreslagna
rattsakten om halvledare kommer kommissionen att ta hansyn till deras dverensstammelse
med de kriterier for anldggningar for uppdragstillverkning och integrerade
produktionsanlaggningar som faststélls i den foreslagna rattsakten, med undantaget att sadana
projekt maste ansoka om formellt erkannande nar rattsakten trader i kraft.

Investering i ett innovativt och levande ekosystem for halvledare

Halvledarbranschen &r ofta mindre attraktiv for investerare an andra sektorer pa grund av den
hdga kapitalintensiteten, de stora riskerna, de komplicerade tekniska projekten och de langre
ledtiderna for avkastning pa investeringarna. Som en foljd av detta har branschen haft svart att
fa tillgang till finansiering, daribland genom eget kapital och lan. Framfor allt &r det ofta svart
for uppstartsforetag och sma och medelstora foretag att sékra tillracklig finansiering for
investeringar i innovativa hogteknologiska eller digitala tekniker, trots goda
tillvaxtmojligheter och valgrundade afféarsplaner.

For att underlatta tillgangen till finansiering och stodja utvecklingen av ett dynamiskt och
motstandskraftigt ekosystem for halvledare kommer unionen att inleda insatser genom tva
investeringsmojligheter under det gemensamma namnet “chipfonden .

FOr det forsta kommer ett séarskilt instrument for blandat eget kapital att inrattas inom ramen
for InvestEU i ndra samarbete med Europeiska investeringsbanksgruppen. Det kommer att
tillhandahalla eget kapital och darmed likstéllt kapital, framst genom riskkapitalfonder, som
stod till expanderande foretag och sma och medelstora foretag som ligger i framkanten nar det
géller halvledare och kvantteknik for att underldtta deras marknadsexpansion mot bakgrund
av behovet att stirka EU:s ekonomiska motstandskraft. EIB &r ocksa redo att utdka sin
finansiering i vardekedjan for halvledare i linje med EU:s ambitioner. Lan fran EIB kan stddja
upp till 50 % av investeringarna i hela vardekedjan, fran forskning, utveckling och innovation
till pilotanlaggningar och provningscentrum och fran design till storskalig tillverkning och
utokad kapacitet nar det galler avancerade chip®®.

For det andra kommer Europeiska innovationsradet inom ramen for Horisont Europa, genom
sitt Accelerator-instrument, att tillhandahalla sarskilda investeringsmojligheter i form av

% Investeringarna i forskning, utveckling och innovation skulle inte ingd i analysen av
finansieringsunderskottet vid en eventuell beddmning av statligt stod som omfattar tillverkningskapaciteten.

% Medlemsstaterna kan medfinansiera projekt som far stéd genom chipfonden i enlighet med EU:s regler for
statligt stod. Medlemsstaternas medfinansiering kan ske via statliga organ eller enheter som anvander statliga
medel, till exempel nationella investeringsbanker eller stodinstitutioner, genom blandfinansieringsinsatser
eller inom ramen for medlemsstatskomponenten enligt férordningen om InvestEU.

80 Ytterligare finansiering fran EIB skulle bero pa efterfragan och omfattas av tillborlig aktsamhet.
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bidrag och eget kapital som stdd till innovativa sma och medelstora foretag med hog risk,
daribland uppstartsforetag, med potential till marknadsskapande innovationer inom sektorerna
for halvledare och kvantteknik, for att hjalpa dem att utveckla sina innovationer och locka
investerare.

3.3.4 Fardigheter och kompetens

Efterfragan pa kompetens inom elektroniksektorn har okat under de senaste 20 aren, och
mikroelektronikindustrin var direkt ansvarig for 455 000 hogkvalificerade arbetstillfallen
under 2018. Kvinnornas deltagande i utbildning och sysselséttning inom elektroniksektorn &r
emellertid fortfarande lagt, och bristen pa arbetskraft ar ett stort hinder for tillvéxten.

Den storsta utmaningen for sektorn ar att locka och bevara hégutbildad personal. For att
uppna detta maste det finnas tillgang till toppmodern design- och tillverkningsutrustning som
anvands inom branschen och vidareutbildning om verkliga affarsproblem.

Initiativet chip for Europa kommer att ge stdd till utbildning, vidareutbildning och
omskolning. Insatserna kommer att omfatta doktorandprogram inom mikroelektronik, kortare
utbildningskurser, arbetsformedling/praktik och larlingsutbildning, utbildning i avancerade
laboratorier etc. Dessutom kommer initiativet att ge stod till ett natverk av kompetenscentrum
over hela EU for att sakerstdlla tillgangen till teknisk expertkunskap och
experimentverksamhet pa halvledaromradet for att hjalpa foretag, sérskilt sma och medelstora
foretag, att anpassa och forbattra sin designkapacitet och kompetensutveckling. Kompetens-
centrumen kommer att fungera som magneter for innovation och locka nya talanger.

De ovanstaende insatserna skulle krava ett nara samarbete med relevanta aktorer, daribland
utbildningsanordnarna, branschen och arbetsmarknadens parter, for att forbattra tillgangen till
praktikplatser och larlingsplatser, 6ka studenternas medvetenhet om mojligheterna pa omradet
och ge stdd till sarskilda stipendier foér master- och doktorandutbildningar. Syftet skulle dven
vara att 6ka kvinnornas deltagande, bl.a. via EU STEM Coalition.

Insatserna kommer att bygga vidare péa erfarenheterna inom Europeiska institutet for
innovation och teknik (EIT) och utga fran den europeiska strategin for universiteten och
handlingsplanen for digital utbildning.

Medlemsstaterna bor &ven forstarka sina nationella strategier for kompetensutveckling inom
mikroelektronik, daribland de som aterspeglas i de nationella reformplanerna, saval som
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+.

Slutligen kan den europeiska alliansen for processor- och halvledarteknik bidra till att
sikerstilla branschens atagande inom ramen for kompetenspakten®® genom att anordna
medvetandehdjande insatser i relevanta utbildningsinstitutioner, men &ven genom att uttka
mojligheterna till praktik- och larlingsplatser. Erasmus+ erbjuder ocksa mojligheter for
studenter att soka praktikplats i ett annat europeiskt land®?.

61 EU Pact for Skills: upskilling and reskilling initiative for those training and working in the microelectronics
industry | Shaping Europe’s digital future (europa.eu). Kompetenspakten ar ett av flaggskeppsinitiativen
inom den europeiska kompetensagendan (europa.eu) och inleddes den 10 november 2020. Nér det galler
mikroelektronik omfattar den offentliga och privata investeringar pd 2 miljarder euro for att erbjuda
vidareutbildning och omskolning for mer dn 250 000 arbetstagare och studenter (2021-2025) i EU:s
elektronikkluster.

62 https://myinternship.eu/
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3.3.5 Insatser for att 6ka forstaelsen for de globala leveranskedjorna och forutse
framtida kriser

Forsorjningen inom vardekedjan for halvledare ar forenad med stora risker. Efterfragan okar
starkt, vissa marknadssegment ar koncentrerade, kostnaderna ar hdga och forsorjningen ar inte
flexibel. Det ar dessutom svart att forutse tillgang och efterfragan. Om en brist uppstar gor
dessa faktorer att EU exponeras for geopolitiska spanningar. For att minska riskerna bor
unionen och medlemsstaterna samordna sina atgarder och utveckla sin kapacitet att dvervaka
funktionen hos leveranskedjorna for chip, daribland genom insamling av upplysningar, och att
upptacka och reagera pa kriser genom korrigerande atgarder.

For detta andamal kommer unionen och medlemsstaterna att utféra en samordnad
riskbedémning for att ta fram varningsindikatorer och férutse allvarliga risker for
leveranskedjan. Tva olika typer av atgarder kommer att vidtas: atgarder som ingar i den
permanenta Gvervakningen (beredskap) och atgarder som endast inleds i handelse av en kris
(krishantering). Om en forsorjningsbrist uppstar kommer atgarder att vidtas for att trygga
leveranserna till EU. Samstammighet och samordning med andra Kkrisinstrument som
myndigheten for beredskap och insatser vid halsokriser (Hera)®® och det planerade
krisinstrumentet for den inre marknaden® kommer att sikerstallas.

Nér det géller beredskapen skulle medlemsstaterna identifiera relevanta nationella marknader
for att utfora en riskbeddmning och inféra ett system for tidig varning for att forutse brister i
forsorjningen av halvledare. Kommissionen skulle dven genomfora enkater med inriktning pa
foretag som ar verksamma inom tillverkning och inkdp av halvledare.

Dessa uppgifter skulle ge kommissionen magjlighet att beddma relevanta faktorer, déribland
flaskhalsar, utvecklingstrender och héandelser, som skulle kunna leda till stdrningar i
leveranskedjan for halvledare i unionen. Medlemsstaterna bor dven se till att relevanta
intressentorganisationer, daribland branschorganisationer och féretradare for de viktigaste
anvandarkategorierna, kan lamna uppgifter om ovanliga férandringar i tillgdng och
efterfrdgan eller kanda storningar i leveranskedjan, till exempel brist pa kritiska halvledare
eller ravaror, langre ledtider an genomsnittet, forsenade leveranser och exceptionella
prisékningar.

En analys av situationen pa grundval av de uppgifter som samlats in under 6vervakningsfasen,
och genom diskussioner med internationella partner, ar avgorande for att forutse mojliga
storningar i vardekedjan. Denna information &r nddvandig for att bygga upp internationella
partnerskap med sarskilda initiativ som kan bidra till att forebygga, eller atminstone minska
effekterna av, sadana storningar. For att 6ka mojligheterna till fortroendeingivande och
omsesidigt fordelaktiga l6sningar kommer EU:s chipstrategi att bidra till en minskning av
asymmetrin mellan medel och forhandlingsstyrka, men daven asymmetrin i informationen om
branschens utveckling. Om en mdojlig kris i leveranskedjan upptdcks kommer unionen att
inleda samrad med sina partner och s6ka en samarbetsbaserad losning for att hantera
situationen.

| handelse av allvarliga stérningar som paverkar kritiska sektorer av ekonomin och samhallet
skulle en krishantering inledas for att mojliggora ett snabbt, effektivt och samordnat svar fran
unionen.

6 COM(2021) 576 final
8 COM(2021) 350 final
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En verktygslada for krishantering skulle aktiveras genom en uppsattning av atgarder som star
i proportion till krissituationen. Verktygsladan skulle omfatta atgarder som obligatorisk
insamling av information, prioritering av bestallningar till kritiska sektorer och gemensamma
upphandlingsprogram. Dessutom far namnden ldmna synpunkter till kommissionen om
huruvida det ar lampligt att inféra exportkontroller. En sadan atgard fran unionens sida
hindrar inte att ytterligare parallella initiativ inleds i samarbete med internationella partner.

For att hantera de ovannamnda hé&ndelserna och underldtta ett smidigt, effektivt och
harmoniserat samarbete kommer en europeisk namnd for halvledare att inrattas. Den kommer
att vara sammansatt av foretradare pa hog niva fran medlemsstaterna och kommissionen. Den
kommer att ge rad till och stédja kommissionen i hanteringen av fragor kring beredskap och
overvakning med anknytning till forsérjningens sékerhet och motstandskraft.

For att kunna aktivera en sadan samordningsmekanism omedelbart och méjliggora ett snabbt,
effektivt och samordnat svar pa forsorjningsbristen fran unionens sida har kommissionen
lamnat en rekommendation till medlemsstaterna dar de uppmanas att samarbeta med
kommissionen for att vervaka leveranskedjan for halvledare och forutse méjliga stérningar.
Medlemsstaterna uppmanas aven att samla in och ldamna information om det aktuella laget for
halvledarkrisen pa sina nationella marknader och att diskutera och anta lampliga, effektiva
och proportionerliga krishanteringsatgarder pa nationell niva och unionsnivd. Denna
mekanism for omedelbar samordning &r viktig for att komma till ratta med den aktuella
bristen innan forslaget till en férordning har antagits.

4. Internationellt samarbete

Genom att forbattra sin leveranstrygghet och sin kapacitet att designa och tillverka kraftfulla
och resurseffektiva halvledare bidrar EU till att skapa balans i den globala leveranskedjan for
halvledare. Malet ar att utoka unionens kapacitet i hela leveranskedjan, inbegripet i
framkanten, och att undvika geografisk segmentering eller koncentration i vissa delar av
kedjan for att kunna forlita sig pa en stark forhandlingsposition i handelse av en kris. EU har
aven som overgripande mal att tillgodose den globala efterfragan, vilken kommer att 6ka
avsevart, och att erévra sin andel av den vaxande marknaden.

For att uppfylla denna ambition maste EU hantera sina beroendeforhallanden med resten av
varlden pa ett forebyggande satt och med ett tudelat mal: i) att sakerstélla en stabil global
marknad for europeiska produkter, och ii) att sakerstdlla leveranstryggheten, &dven i
krissituationer.

For att uppfylla dessa mal maste unionen inleda balanserade partnerskap for halvledare med
likasinnade lander. Syftet med dessa partnerskap skulle vara att inrdtta samarbetsramar for
initiativ med 6msesidigt intresse och efterstrava ett atagande att sékerstalla forsorjningens
kontinuitet undre kristider. For att ett sadant atagande ska vara meningsfullt behovs ett
omfattande faktaunderlag med uppgifter fran branschintressenter pa utbuds- och
efterfragesidan.

Partnerskapen skulle kunna omfatta féljande aspekter av leveranstryggheten: battre dverblick
over potentiella chocker genom ett regelbundet utbyte av information, bdsta praxis och
upplysningar for att mildra kommande brister, effektiva mekanismer for tidig varning for att
oka beredskapen i handelse av en kris, utbyte av information om langsiktiga
investeringsstrategier, inledande av ett internationellt standardiseringsarbete samt samordning
av exportkontrollerna for att sakerstalla att de foregds av samrad och att oférutsedda
konsekvenser kan undvikas. Andra &mnen som ar relevanta for motstandskraften, framfor allt
utveckling av arbetskraften, basta praxis for att minska tillverkningens miljopaverkan och
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utokat samarbete inom forskningen, skulle kunna ingd i ett balanserat partnerskap och ge
tydliga férdelar nar det galler motstandskraft, leveranstrygghet och 6msesidighet®.

Som ett forsta steg kommer de ovanstdende insatserna att diskuteras — i befintliga eller nya
forum — med likasinnade partner som Foérenta staterna, Japan, Sydkorea, Singapore, Taiwan
och andra lander.

Dessutom kommer EU att inleda ett djupgdende samarbete med angransade lander for att oka
motstandskraften i leveranskedjan for halvledare.

EU:s mal kommer att vara att inratta ett samarbetsinriktat tillvagagangssatt for att sakra
forsorjningen. Samtidigt bér EU forbereda sig pa att en sadan strategi kan misslyckas pa
grund av en plotslig forandring av den politiska situationen eller en oforutsedd kris som kan
hota EU:s leveranstrygghet. Krishanteringsverktygen i EU-rattsakten om halvledare skulle ge
EU de nodvandiga forutsattningarna att klara av sddana situationer och i slutandan sékerstalla
EU:s 6vergripande motstandskraft.

5. Slutsats

EU maste forstarka sin ledande position pa omradet fér halvledare for att sakra sin framtida
konkurrenskraft och bevara sin tekniska suverénitet och sdkerhet. Nar paketet med en réattsakt
om halvledare har genomforts kommer unionen att kunna atgarda sina strukturella svagheter i
fraga om halvledare och forstarka sin plats i ett globalt ekosystem med Omsesidiga
beroendeférhallanden. Radet och Europaparlamentet uppmanas att stodja detta arbete for att
omsétta ambitionerna i praktisk handling inom kortast mojliga tidsram.

8 Unionens forskningsprogram Horisont Europa, som delvis kommer att finansiera det gemensamma foretaget
for halvledare, &r redan det program i vérlden som &r mest 6ppet for partner i tredjeland. Inom ramen for ett
bredare partnerskap med en eller flera likasinnade partner avseende faktorer som &r relevanta for unionens
motstandskraft och leveranstrygghet bor unionen vara redo att undersoka mojligheterna till ett utokat
samarbete med sadana partner, daribland nar det géller det gemensamma foretaget, pa grundval av
Omsesidigheten och EU:s strategiska intressen.
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